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用再流焊技术组装薄膜混合集成电路
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　　摘要　主要介绍了运用再流焊技术组装薄膜混合集成电路的工艺过程, 以及在焊

接中出现的问题和解决的方法。
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1　引　　言

　　随着当今科学技术的飞速发展, 军工电子产品的小型、轻量、高可靠性至关重要,面对上述

要求及元件向片式化发展的趋势,必须研制出与之适应的新型的组装技术,才能真正实现军用

电子设备的短小轻薄化的优越性。

2　问题的提出

　　薄膜混合集成电路,即采用真空蒸发或溅射工艺在微晶玻璃或氧化铝陶瓷等基板上制备

薄膜。然后通过光刻刻蚀出所需要的薄膜电阻, 元器件焊区及导电带图形,运用再流焊等表面

组装工艺技术,所制成的混合集成电路 。

目前国内的薄膜混合集成电路, 其片式元件的装焊, 通常是采用导电胶贴结的方式。

根据以往的工作, 承受机械振动等指标要求高的军用电子产品,用导电胶贴结方法已不适

用了,特别是粘结强度这项指标无法满足军用电子产品的要求,因此, 进行了导电胶粘结与再

流焊接的对比试验,主要测试抗拉强度,如表1表所示。
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Table 1　Comparision of two tensile strength

patter n measure point s ( Y )
tensile str ength

( kg / mm2)
co mpo nent dr opped state

conduct ive paste 10 1. 77
gule at cohesiv e po int and

w elding co mpletely fall off

reflow solder ing 10 3. 85
component′s tips br eak in

w elding ar ea.

　　从表1中看出再流焊接性能远远优于导电胶粘结。分析其原因,简单地说,导电胶是由环氧

树脂与银粉结构的,一种有机粘合剂,固化后的结构状态非常疏松,它只起到元器件与焊区表

面的粘合作用,而再流焊用焊膏由 Sn-Pb-Ag 等金属加其助焊剂构成,经高温加热后,使元件

端头或引脚与焊区金属和金属的互相扩散, 构成致密的金属间化合物,因此, 其抗拉强度必定

优于导电胶粘结。

3　工艺过程

Fig . 1　Pr ocess flo w diagr am

　　选用再流焊接技术进行薄膜混合集成

电路的组装。工艺流程如图1所示。

　　( 1)薄膜电路基板的形成

运用薄膜成膜工艺在微晶玻璃或氧化

铝陶瓷基片上制造出各种不同的薄膜电

阻,焊区和导带。为了提高薄膜的抗浸析

性,耐焊接能力, 我国研制了 NiCr/ Cu/ Ni-

Au 复合结构薄膜, 取代了传统的 NiCu/

Au 膜结构,使得其焊接,抗浸析能力大大

提高,满足了电路设计的要求,提高了可靠

性。

( 2)滴涂焊膏和元件贴装

对于研制和小批量生产的电子产品,

采用手工滴涂的方式,将焊锡膏( 62Sn/ 36

Pb/ 2Ag)涂于焊区上, 对元件要施加一定

压力,以防止元器件移动。

Fig. 2　Hot plate r eflo w so ldering technolog y tem per ature

　　( 2)再流焊

采用热板加热式再流焊图2所

示

将载有元器件的电路基板放在

预热板上,因元器件的材料,尺寸不

同,其热容量也不相同,为使所有元

器件温度均匀, 减小再流焊的热应

力,预热温度一般较低,控制在130℃左右, 从室漫开始升温,时间也较长。另外,通过预热,可使
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焊膏内溶剂逐渐挥发, 散掉,以保证下一步焊料熔融,再流焊顺利通过,然后将基板迅速移到加

热板上,再流焊温度一般控制在220℃～240℃, 让其快速熔融,大约需要( 5 s～10 s) , 观察焊点

光亮,熔融状态好, 迅速移下冷却,冷却温度控制在60～75℃。速度快, 对减小元器件的热冲击

和增加焊接强度有利, 典型的温度曲线如图3所示,它与红外加热再流焊温度控制曲线有许多

相近之处。

Fig . 3　Ho t plate r eflo w so lder ing t echnolog y

tem per ature cur ve

　　 Infra red r eflo w soldering t echnolo gy temper a-

ture curv e

　　( 4)清洗

焊接后, 基板和元器件上留有残余焊剂,锡珠及其它污染物,所以应该进行彻底的清洗,而

且清洗最好在再流焊后立即进行,因为此时助焊剂等余渣还是热的, 容易清洗干净。对应用不

同的焊膏(主要考虑助焊剂不同) , 选取不同的清冼溶剂,因此对于我们所用焊膏,一般选用含

氯的熔剂和乙醇分别超声清洗效果最好。

( 5)检测

对焊好, 清冼过的电路其元器件焊接情况进行仔细检测是很有必要的。因有时焊膏涂量

少,元器件端头或引脚可靠性不好, 会造成电路焊区与元器件接触不良或开路现象, 如果元器

件密度大, 焊膏涂量过多,则会造成电路或元器件短路现象,另外, 清冼不净, 基片表面留有锡

珠,也会造成电路短路。因此,只有认真检测,才能消除隐患,以保证电路不因为组装焊接出现

问题而影响性能。

4　焊接中出现的问题和解决的方法

　　在实际工作中,对于一些再流焊工艺中出现的问题(即焊接缺陷)应采取相应的办法予以

较好解决。

� 元器件移位,主要原因有焊膏量不均匀; 焊膏量过少,元件两端电极可焊性不均匀;焊区

图形设计不合理; 元器件的尺寸,形状,不合适; 元器件安装时压力不够; 解决方法,注意均匀滴

涂焊膏;控制适量; 注意元器件的挑选;正确设计焊区图形; 按设计要求选择元器件; 增加元器

件安装时的压力。

� 焊点不完全;主要原因有再流焊温度过低;焊区部位不清洁;焊膏量过少;元器件的端头

或引脚的可靠性差;解决方法; 适当调整温度;清洁焊区部位表面; 控制适量焊膏;端头或引脚

作适当处理。

� 焊锡珠;主要原因有焊膏失效;焊料飞溅;清冼不当或不彻底。解决方法;选用新焊膏;防

96 光学　精密工程 5卷



止焊膏吸潮, 严格控制预热工艺;注意严格清洗工艺。

总之,对今后的工作,如果我们严格按下列因素选用, 质量好的焊膏, 工艺操作规范:与电

路基板和元器件相适应的再流焊温度控制曲线;清洗工艺等, 则一定能够研制的生产出更好的

产品,更高民品,军用电子产品, 以适应国家航天,航空事业,国家军用电子设备的需要。
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Mounting Membrane Combined IC with Reflow Soldering Technology
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Abstract

　　In this paper, it principally pr esents the technological course of m ount ing membrane

co mbined IC( Integ rated Cir cuit ) using reflo w solder ing technolo gy, as w ell as the problem

appear ing in the solder ing and the so lving -metho d.
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